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Расположение компонентов, а также в значительной степени трассировка проводников представлены в стандартах IPC. В этих стандартах изложен ряд рекомендаций по расположению  и трассировке, но они могут быть нарушены с момента, когда можно  объяснить причину нарушения.[image: ]
1 рекомендуется ставить компоненты только с одной стороны
В случае крайней необходимости допускается размещение определенного типа компонентов на противоположной стороне (пассивные компоненты или Резисторы или SMD). Не рекомендуется размещать с двух сторон платы компонентов разного типа. Современные технологии позволяют размещать компоненты на минимальном расстоянии 0,2 мм друг от друга и 1 мм от края. но для разных типов компонентов даны рекомендации по расстоянию.
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В соответствии со стандартами IPC приведены минимальные рекомендуемые расстояния между компонентами.
Это НЕ понятие максимальных рекомендуемых расстояний. Минимальные рекомендуемые расстояния указаны производителями, но в значительной степени копируют размеры, предлагаемые стандартами. Расположение компонентов очень сильно зависит от способа паики.
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Требования к размещению компонентов во многом зависят от автоматизированного способа пайки, требования к способу пайки оловянной волной. Расположение компонентов типа SOIC (с пайкой на поверхности) осуществляется по ходу движения волны олова.
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В идеале размещение компонентов одного типа должно быть в той же локаций, прилегающем к продольной оси в том же направлении.
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Реперная сетка (grid AD) используется для позиционирования компонентов на поверхности платы.
Представляет собой воображаемую сеть (не нарисованную на плате). Реперные знаки, частным случаем которых являются отверстия (из-за простоты устройств обработки чаще используются отверстия). Они необходимы для позиционирования устройств автоматической обработки (особенно для автоматической сборки). Глобальные знаки для позиционирования плат или панелей плат. Локальные знаки для размещения компонентов с высокой плотности ножек. Знаки или отверстия располагаются по диагонали друг к другу на максимальном расстоянии. Для правильного позиционирования требуется не менее двух ориентиров. Глобальные и локальные отверстия имеют одинаковый размер из-за сложности смены сверла.
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Если ширина проводника превышает 80 % ширины контактной поверхности между проводником и контактной поверхностью, ставится так называемый тепловой барьер, представляющий собой сужение в проводнике.
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Во избежание ошибок и брака при автоматической пайки необходимо ознакомиться с правилами формирования маски селективной пайки. Технологическая документация завода во многом повторяет стандарты, рекомендованные IEEE. При необходимости стандарты можно игнорировать, только если позволяет технология. И имеется конкретный смысл в пренебрежении стандартом.
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Важным моментом в реализации селективной маски являются микросхемы с большой плотностью контактных поверхностей (расстояние между поверхностями 0,63 мм) селективную маску рекомендуется размещать между контактными поверхностями.
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В микросхемах BGA-капсул для правильной пайки используются два типа припойных масок NSMD и SMD. Обычно NSMD, как имеющие лучшие качества электрического соединения.
SMD имеет высокие физические свойства (где плата будет подвергаться физическим или термическим шоковым воздействованнием)
Контроль качества соединения осуществляется рентгеновскими лучами форма контактной поверхности упрощает рентгенологический контроль
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При формировании изображения печатных проводников необходимо учитывать несколько моментов.
1. не рекомендуется (не допускается) размещать в непосредственной близости от переходных отверстий (VIA) проводников, контактных поверхностей или контактных отверстий рекомендуется формировать соединение через термобарьер
2. не допускается размещение проходных отверстий под комплектующими
3. Не допускается перекрытие всех или части проводников и контактных отверстий или контактных поверхностей.
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Панелирование плат заключается в выполнении технологических операций сразу на нескольких платах.
Для этого пластинки производится на поверхность стеклотекстолита, не вырезая из подложки.
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Тестовая поверхность или контакт представляет собой контакт, не соединенный с каким-либо обычным компонентом, производится там, где необходима автоматическая проверка, требуется свободная поверхность вокруг него не менее 5 мм.
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Панель плат
Реперные отверстия
делается примерно по тем же правилам, что и на платах 
1. размещаются в углах как можно дальше друг от друга
2. используется не менее 3 реперных отверстий
3. Свободно не менее 5 мм (проводников компонентов) вокруг реперного отверстия
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панель плат
1. Медные многоугольники должны иметь симметричную поверхность с обеих сторон панели, чтобы панель не деформировалась при термообработке.
2. размер панели рекомендуется выдерживать по правилам плат, поэтому оптимальна панель со сторонами 2х3 условных единиц.
3. даже если оборудование позволяет и технология позволяет оставляется 5 мм незанятой технологического поля 
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вырезание вставки из панели может производиться вручную или фрезерованием

если вручную, то перемычки (полутехнологические отверстия в местах предполагаемого реза) делаются под углом 90 градусов, что облегчает ручную резку
[bookmark: _GoBack]при автоматическом фрезеровании перемычки выполнены под углом 60 градусов, что способствует жесткости вставки при обработке.
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PenepHble ceTH - AN1A 06bIYHBIX KOMMNOHEHTOB penepHan CeTb UMeeT 2,54 MM, TaKKe PEKOMEHAYIOTCA UCMO/b30BaTb 3Ty CeTb
v ana cetn SOIC. [ina 6onee NpaBUIbHOMO PacNoIOXKEHUA MOXKHO UCMONb30BaTb ceTb B 1,27 unn 0,163 MM, HO He Bceraa
BO3MOXHO UCNONb30BaTb 6onee MenKue ceTu.

Fiducial Marks ncnonbsyeT penepHbie 0TBEpCTUA B KaUeCTBE CUCTEMbI aBTOMATUYECKOW KOOPAMHALMM U OHU HEOBXOAMMbI
Ana 0bpabaTbiBaloWMX YCTPOWCTB Ha BCeX 3Tanax MpOW3BOACTBA MEYATHOM NAAThl U HA CTaAUM MOHTaXa KOMMOHEHTOB. OHU
NO3BONAIOT YCTPOMCTBAM WUCMPABAATE KOOPAUHATHbIE OLWNBKHU.

EcTb 2 TMNa penepHbIX 3HaKOB:

MobanbHble 3HaKM - UCMOANBL3YIOTCA ANA NO3ULMOHUPOBAHUA BCEW NevaTHOW NAaTbl UM NaHEeNU.

JloKanbHble 3HaKM - UCMOAb3YeTCA ANA NO3ULMOHUPOBAHUA KOHKPETHOTO KOMMOHEHTA, KOTOPbI MMeeT 60/blioe KOMYEeCTBO

KOHTaKTOB C MUHMMA/IbHbIM PACCTOAHUEM MEXAY HUMWN.

[N TOYHOTO ONpPe/ieNeHNAX U Y KOOPAMHAT HEOBXOAMMbI KaK MUHUMYM [iB€ PEMEePHbIE TOUKM, KOTOpbIe By/yT PacnoNOXKeHbI N0 AUaroHau
B MPOTUBOMO/NOKHbIX YIIaX MN1aThl, HA MaKCUMa/IbHO BO3MOXHOM PaCcCTOAHUM.

[INA NpaBUNbHOTO PasMeLLLEHNA KOMMOHEHTOB UCMO/Ib3YIOTCA MECTHbIE PEMEePHbIE 3HAKM, Pa3MELLEHHbIE MO TOMY XKe Npasuy no ymam
nepumeTpa. MOXHO UCMO/b30BaTb OAUH MECTHbIM PENepHbIN 3HaK, PACTIO/IOKEHHDIN B LLEHTPE KOMMOHEHTa.

Pa3mep penepHOro 0TBEPCTUA JO/MKHbI BbiTb He Gosiblue 0,5 MM. M 1106a/ibHbIe, U IoKa/IbHbIE OTBEPCTUA UMEIOT OfIMHAKOBbIM pasmep, T.K.
aBTOMaTU3UPOBaHHbIE YCTPOICTBA OBbIYHO TPYAHO NEPEXOAAT K APYroMy pasmepy penepHbIX 0TBEPCTUIA.
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nOAKIlIO‘IEHHE NPOBOAHUKOB K KOHTaKTHOW noBepxHoCTU

. npDBD,D.HVIKVI c 6onbwon LIJVIpVIHDl‘;I, NOAKNOYEHHbIE HENOCPEACTBEHHO K KOHTAaKTHbIM NOBEPXHOCTAM, NPUBOAAT K
nosBAEHNIO OWNBOK B COelMHEHUN KOMMOHEHTOB. M3-3a 6osbwon NOBEPXHOCTU NPOBOAHMKA TemnepaTtypa Nerko
PacnpoCcTpaHAETCA, KOHTAaKTHaA NOBEPXHOCTb HE HarpeBaeTCcA U NOoJly4aeTcA XoNo4AHasa naika.

* /1A NOAKNIOYEHUA LUMPOKOK 06ACTM KOHTaKTa MCMO/b3YIOT Y3KYH0 YacTb NPOoBOAHMKA. LLIMpKUHA y3Koi YacTu cocTaenaeT 0.25-

0.125. Y3KanA yacTb TaKxKe Ha3blBaeTCcA TensiosbiM Hapbepom.

’i[: 0.25-0.125mm :

Mposegexne
NPOBOAHNKOE
BOAnA o1
KOHT&KTHLIX
IOLLAA0K

Mposspexne
MPOECAHNKOR
K NOPEXOHBIM
OTBEPCTUAM

NeoMBeTpMA NOBSPXHOCTHOH PASBOOKW

KsagpaTHos 06x2,0
nepemaHoa niowanxa nog
oTRapeTHe 0,8 MM KOMMOHeHT

MPoBOAHMKM 1 3830Pk! MOryT GHTb 0,15 MM
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HenpaeunbHo MpaBunsHO HenpasunbHo MpaBunbHO

Y1obbl n3besatb nepeTexkaHua Npunos, NPOU3BO/IbHONO CMeLEHUA KOMNOHEHTOB U APYrux ,EI,Ed)EKTOB I'Ia;IKM, HeNb3Aa A0NYyCKaTb
PacnonoXXeHnAa nepexoaHbiX OTBEpCTMl‘/‘I Ha KOHTAKTHbIX NAOWaAKax 3/IEMEHTOB UK B HEI'IOCpE,EI,CTBEHHOI‘/‘I 61M30CTN OT HMX. Kak
Y»Xe roBopunoco, HEOsXO,ﬂ,MMO, 4YTOBbI KOHTaKTHblE naowaakmn KOMNOHEHTOB 66111 OTAENEeHbl OT NepexoaHbIX OTBEpCTMl‘/‘I, Apyrux
KOHTaKTHbIX N/IO0WAA0K U T.4. nas/bHOW MacKow.

Mogo6HOe NPaBU/IO OYEHb BAXKHO /I MUKPOCXEM C MasbiM LIArOM BbIBOAOB — WX KOHTaKTHbIE MIOWAAKKN 0BA3aTeIbHO
L,0/KHbI BbITb pasfeneHbl Mackoil. CaMu NepexofHble OTBEPCTUA, PACMONOKEHHbIE B HEMOCPEACTBEHHOM 61130CTH

OT KOHTaKTHbIX M/IOWAA0K, KEeNaTe/IbHO 3aKPbITb MasA/bHON MACKOM. D/IEMEHTbI, PAcMoNOKEHHbIE BHYTPU MOJIMTOHOB, AOMKHbI
6bITb OTAE/NEHbI OT HUX TepMoBapbepamu. 3TO MO3BOMUT U3BeKaTb HEPABHOMEPHOTO MPOrPeBa PasHbIX KOHTAKTHbIX M/IOLAA0K
OZLHOTO 1 TOTO K& KOMMOHEHTa BO BPEMs MaiKu W, KaK CNEACTBUE, CMELLEHUA 3TOrO KOMMOHEHTA, AePEKTOB KXONOLHOM Naikn»,
«HaArpobHOro KaMHA» U T. 4.

TaK 3Ke Xe/laTe/IbHO COEAMHATb KOHTaKTHbIE MIOWAZAKM U LUIMPOKME MPOBOAHUKM HE HaMpPAMYIO, @ Y3KUM MPOBOAHUKOM.
MapameTpbl 3TOTO COEAUHUTE/ILHOTO MPOBOAHMKA BbIBUPAIOTCA B 3aBUCUMOCTM OT MPOXOASALLETO MO HEMY TOKa. 3TO MO3BOMNT
n3berxkatb apdeKTa «X0N0AHON NaKn».
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HenpasunbHo

MpaBunbHO

OpHUM M3 Hanbonee BaKHbIX MOMEHTOB NPU NPOEKTUPOBAHNUM NeYaTHbIX
y3108B ABnAeTcA cobogeHne Gopm 1 pasMepoB KOHTAKTHbIX MIOLIAAOK.
MMeHHO HECOOTBETCTBME 3TUX MapaMeTPOB 3a4acTyio NPUBOAUT

K BO3HUKHOBEHUIO HEXeNaTeNbHbIX ABEHWIA, Henponai oAHoro

13 BbIBOZ,OB KOMMOHEHTA, OTCYTCTBUE KOHTaKTa B NasHOM COEAVHEHMN,
HefonycTUMO 6osblIoe CMelleHne 3neMeHTa. MoaTomy npu
NPOEKTUPOBAHUN U3AeNNA HEOBXOANMO YUUTbLIBATL PEKOMEHAALMUM
Npou3BoOAMUTENE KOMNOHEHTOB, NONb30BAaTLCA UX CNELMbUKALMAMK, a ANA
Hanbonee pacnpocTpaHeHHbIX KOMMNOHEHTOB — cTaHAapTamu IPC u JEDEC,
M B YaCTHOCTU, HOBbIM cTaHAapTom IPC-7351A, pernamMeHTUpYoLWMmM
pasmepbl KOHTaKTHbIX M/IOLWAAOK U ApYyrve NapameTpbl NevaTHbIX Y3/108B,
KPUTUYHbIE 1A NOBEPXHOCTHOTO MOHTaXa Nart.
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MruxkpocxeME! B Koprrycax BGA

KonraxTHele mtomanku BGA, Takke KaK H JPyTHX KOMIIOHEHTOB, JOJIKHEI ObITH H30IHPOBAHEL
TepMoGapbepaMH OT IOJIHIOHOB THTAHHS H «3eMIIID.

TlepexonHble OTBEPCTHS JOMKHEI OBITh OTAeTeHEI IPOBOTHHKOM H 3aKPHITE MACKOH.

Pa3muyaloT 1Ba THIIA KOHTAKTHEIX IUTOMAIO0K 10X BGA B 3aBHCHMOCTH OT BCKPHITHS BOKPYT HHX NAsTBHOM
mackn: NSMD — Non Solder Mask Defined — He onpe/eieHHEIe BCKPBITHEM OT asUIbHOM MacKH,

1 SMD — Solder Mask Defined, To ecTb onpezieIeHHEIe AsIHHOM MAacKOM. B mepBoM cirydae mwiomanka
¥ HeGOIbIIas 067aCTh BOKPYT Hee ITOTHOCTHIO BCKPEITEI OT MacKH. Bo BTOpoM ciTydae BCKPHITHE OT MACKH
BBIIIOMHAESTCS C HeGOIBIINM IOKPHITHEM KOHTAKTHOR IITOMaIKH MacKoii. [TepBEIif BApHAHT 0be credrBaeT
GO0 IPOYHOCTE ASHOTO COTHHEHHS, 3a CUeT GObIITei! ITOMa i KOHTAKTa H KOHTAKTa ¢ GOKOBBIMH
CTOPOHAMH KOHTAKTHOM IUTOIIA/IKH, a TaK JKe JIydlllee IIeHTPHPOBAaHHe KOMIIOHEHTA H ABIIAeTCs 6oee
THOKHM H TEXHOJOTHYHBIM, KaK IIPH IIPOH3BO/ICTBE MEYATHBIX IUIAT TaK H IPH MOHTaKe.

TIpenMyIIe CTBOM BTOPOTO BAPHAHTA ABIAETCS MOBEIIIEHHE IPOYHOCTH COSTHHEHIT CaMOi KOHTAKTHOH
TUTONTATKH H TH/IeKTPHKA [eIaTHOH IITaTEL. Ero mpHMeHeHHe OIpaBIaHo, €CIIH B poLiecce JaabHefimeit
COOPKH, TeCTHPOBAHHS HIH SKCIUTY aTAllHH IUIATa MOKeT HOABEPraThCs 3HAUHTeTbHEIM H3THOAM HITH
JIpyToMy (hH3HYe KoMy HaIPSIKEHHIO, a TaK ke IIPH SKCILTy aTaIHH IIPH BRICOKHX Ieperaiax TeMIIepary phl
HITH €CJTH H3/lenHe GyIeT IPOXOTHTh O4eHb JKeCTKHe TeMIIePaTy PHbIe HCIIBITAHFA.

Eciu B JOKyMeHTaX IIPOH3BOIHTEIS HeT CIelHATBHEIX yKa3aH I Ha THIT IUTOIIAIKH, PeKOMEH/IyeTcs
npuMeHaTs NSMD TtHIL.

Oco6eHHOCThI0 MEKPOCcXeM BGA sBIAeTCsA TO, UTO HX BEIBOBI CKPEITE IO KOPITY COM, UTO 3aTPyIHAET
TIPOBEPKY KauecTBa HX MOHTaKa. OCHOBHEIM CPeICTBOM HHCIIEKITHH IASHBIX COSTHHEeHHIT TAKHX
MHKPOCXeM ABIAETCS PeHTTeHO CKOIHYeCKHiT KOHTPo:b. Ho 1 B 3ToM clTydae HeKoTopsIe Jed)eKTEL, Jake
TakHe Kak HelpOIaii OTIeIbHbIX BEIBOIOB OBIBAET CIIOKHO OOHAPYKHTh. J{11A TOTO, UTO OFI ITOBBICHTE
3(ppeKTHBHOCTB KOHTPOIIA MAMKH STHX MHKPOCXeM PeKOMeH/TyeTcs IPH/IABATh KOHTAKTHBIM ILTOIIAIKaM
CIeIHaTBHY 0 (popMy.

TIpH HCIIOTb30BAHHH TAKMX KOHTAKTHEIX ILTOMIA/IOK ITasHO® COeTHHEHH e IPHHUMAeT XapaKTepHyo Gopmy,
YTO 3HAYHTETHHO HOBHIIAET 3 peKTHBHOCTE IPOBEPKH, 0COOEHHO B aBTOMATHYE CKOM PeKHMe.

a) NSMD 6) SMD

scrpuitve

xouTaxTHaR nowaaka
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Ilane1npoBaHHe MeYATHBIX IIAT COCTONT B OJHOBPEMEHHOM MOHTAKe 3I€MEHTOB Ha MHOKECTBE ILIAT C HOCIeIy oMM
BBIpe3anneM. IIpn (pOpMUPOBAHIII HAHENI IIAT CyMEeCTBYIOT CAeIyIOIIIe OrPAHIIEHII:

« Ot Kpas TaHeIH U MeXIy MeJaTHBIMU ILIaTaMU JOJUKHO OBITH paccTosHHe oT 3.8 1o 10 MM.

* JI71 TIO3NIMOHNPOBAHIIS TTAHEIHN IICTIONb3yeTcs 4 PEllepPHBIX OTBEPCTHL

s00mm 20mm
fe [ > o
xespcien | § —ale

KEEPOUT ZONE I'd

- : e

Typical Finished Panel
for Automated SMT

Assembly Equipment
Showing two
|~ printed board assemblies |
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. o L . :
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| e tomm (0.40) ) N
x - N
| fa— smmpoz0r w5001

‘The keepout zone defined i this ilustration is typical for in-ine assembly automation using reflow and wave solder processes.
wema
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Diagram Showing Free Area around Test Pad
for Components Greater than 6.5mm in Height
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Ha xayoii 1aTe HEOOXOANMO IPeIyCMOTPETh HAMIMTIIe KaK MITHIIMYM TPeX PellepHBIX
METOK, HEOOXOMMBIX UL CHCTEM TEXHITIECKOTO 3PEHHS aBTOMATIYECKOTO
000pyIOBaHNA.

PemepHEle METKH JOIKHEI IPEICTABIATh COOOIT KPyTIIble INTOMANKN AHaMeTpoM 1 Mm,
BCKpBITBIE OT MAaCKH Ha IMaMeTpe 3-4 MM.

OHH JOKHBI PAcIIoNaraThes MO yITIaM IIaTE (HO HECHMMETPITIHO) 1 OBITh
MaKCHMaIbHO yIaleHbl IPYT OT JpyTa.

JKemarenpHO, 9TOOBI HPOBOIHUKII, KOHTAKTHEIE IIOMIAIKIL, IIEPEXONHEIE, KPETeKHbIE
OTBEPCTIIA U APYTIe 3IeMEHTH! II€IaTHOI ATkl PacHoaraanch He OImKe 5 MM

OT IEHTPa PETNEPHBIX METOK.

Ecmi Ha ntate HEOCTATOYHO MECTA JUIS Pa3MEIIEHIS PENEPHBIX METOK, OHH JOIKHBI
OBITH Pa3MEIeHkE! Ha TEXHOIOTIMeCKIX IIOIAX, UTO TOBIeYeT 3a CO00IT yBerie e
UX TLIOIIA/IH.

MunumankHoe

MM CKPAAGPOBaHMA <.

Pexomenayemoe

.

penopHsio Mok
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Tlomuronsr

Ecmm Ha m1aTe pasMemmaoTces GOMbIINe MeTalIN3UPOBAHHBIE MOJIITOHEL,

TO HIX KeJIaTeTbHO Pa3Memarh ¢ 00eHX CTOPOH IUTATH HACKOTBKO BO3MOKHO
PaBHOMEPHO, U BBIIOTHATH B BUIE CETKII 13 IIPOBOIHIKOB. DTO HEOOXOMIMO I
TIpeIoTBPAITeHNs Ae)opMAIIHN [UTATHI IPH €€ IPON3BOACTBE I MOHTAKe, IPI HarpeBe
B IIeYN OILTABICHNS.

Pa3sMeps! I1aT I IPYIIIOBEIX 3aI0TOBOK

JI7I ONTHMI3AIIIT aBTOMATHIECKOr0 MOHTAKa IPHMEeHsIeTcs 00beINHEeHIe HeCKOMBKIX
HeOOIBIIIX ILIAT B OJHY MY/IBTI3AaroTOBKY. J[OIMyCTHMEIE pa3sMepsI II€IaTHOTO y31a T
MyTIBTHILIHIIPOBAHHOI 3arOTOBKH, COCTOSIIEl I3 HECKONBKIX OMIHAKOBBIX ILIAT,
3aBIICAT OT ITAPaMETPOB 06OPYIOBAHILL, Ha KOTOPOM OyIeT MpOM3BOANTRCS cOopka. Jms
000pPYIOBAHII, 3TH Pa3Mephl JOLKHBI HAXOMUTECS B Ipefenax oT 50x50 MM

110 320%240 MM (ZOIyCKaoTCS OTKIOHEHIS B OOIBIIYI0 CTOPOHY, HO 3TO HEOOXOMIMO
cornacosars). IIpi 3ToM pekoMeHIyeMoe OTHOIMEHIIe IIHGI K MIPHHE TPYIIoBoit
3aroTOBKU IPUMEPHO 3:2.

TexHoJIOTIIe CKIe IO

OGopynoBaHIe MO3BOISET OCYMIECTBIIATh MOHTAK OTASTBHEIX IUTAT IUIH TPYIIIOBBIX
3aTOTOBOK, He IMEIONTIX CIeIMAIbHbIX TeXHOIOITMIECKIX OTBEPCTIIT I mofeit. OMHako
B 9TOM CITy4ae II0 JTHHHEIM CTOPOHAM ILIAThl KOMIIOHEHTHI JOJLKHE! OBITh
PAcIONOKeHsI He OMIKe 5 MM OT Kpast. ECIII oBEPXHOCTHO-MOHTHPYEMEIE 3TT€MEHTE
Pa3sMeIIeHE! ¢ 00eNX CTOPOH ILIATHL, 3TO IPABWIO JOLKHO COOMIONATECS I JUIS BTOPOIT
CTOPOHEL. B MPOTHBHOM cIydae IO JIIHHBIM CTOPOHAM IUIATHI IIH MyTIBTH3ar0TOBKIT
HEOOXOIIMO Pa3MeCTHTh TeXHOIOIMIECKIIe IO MIPHHON 5 MM.
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Pasge/leHHe 3aT0TOBOK Ha ILIATBI AP
Jlns paszieNe s [UIAT MeTy CoGO0il I TeXHOIOTHHYe CKIMIT :
OJMI CyIeCTByeT Ba MeTOJa: CKpalioHpoBaHue s T ;

U pe3epoBKa 10 KOHTYpPY IUIAThL. B mepBoM ciydae feae ;
110 IpSIMBIM JIMHISM pasfela IUIaT 1 [HoJell HaHOCATCS & - N

HaJpe3bl, KOTOPbIe OCTAaBIIIOT B STHX MECTaX IePEeMBIUKY,
PpasMep KOTOpOIi OIpefesIeT Kak XeCTKOCTh BCell 3ar0TOBKI
B L(EJIOM, TaK I JIETKOCTb €e IOCIEAYIOMEro pasieleHIIs.
Ecm rrars! 6yyT MOHTHPOBATHCS HA aBTOMATITIE CKIX
JIMHIBIX, ICIONB3YIOT G0JIee TOICTHIE MePEMBIUKI , IS
obecreueHNs Golee BRICOKOIT JKeCTKOCTH 3aTOTOBKH

B 1esoM. J{st pasJeIe s IUIaT B [OCIeAyIomeM
HCIIONB3yeTCs CIENIANIBIPOBAHHOE 000PYIOBaHIIe,

He CO3Ja0Iee CTPECCOBBIX HAIPY30K Ha IEYaTHYI0 ILIaTy.

JIast py4HOT0 MOHTA:KA U PA3IeNeHNs STH IePeMBIIKH JeTAl0TCs 3HAYNTEIBHO TOHBIIE, YTO 06eCIednBaeT JerKoe PydHoe
asjeneHye 6e3 MOCTIeACTBINT I IIeYaTHOI [IIAThI MM CIIASHHOTO u3ienus. Ecim Imata MMeeT CIOXKHBIN KOHTYp M
TpeGyeTcs BBICOKOKadeCTBEHHAS II TOYHAs 06paboTKa 3TOro KOHTypa, TO pasieleHIe AT BRIIOTHAETCS METOIOM (pe3epoBKH
¢ opMUpOBaHIIeM IepeMbIdeK MEXIY IUIATaMH U IIOJIAMIL, KOTOPBIMH OHII OGBEIIHIITCS B 3ar0TOBKY. 110 KpasM sTHX
TIepeMBIeK AeTaeTCs P OTBEPCTHIl, 06IerJamuX IX HOCTeAyoNIee pasIeIeHie.

JI7s TaKIX CIyYaeB HeoOXOMMMO Ha KOHTYpE ILTAThl MPeIyCMOTPETh MECTa MI pasMeIleHHs MUHIMYM 3-X — 4-X TaKux
TIepeMBIYeK.

TIonoGHEI METOX TaK e HeOOXOMIMO IIPUMEHATh B CAydasx, KOIJa Ha IUIAThl yCTAHABINBAIOTCS IIOBEPXHOCTHO MOHTIPYEMbIe
pasbemsl (USB, SIM, KapT maMATH M T.1.), FabapuThl KOTOPBIX BEIXOIAT 3a Kpail ItaTsl. FIHade, Ipu IpUMeHeHII
CKpaifoupoBaHIIL, KOPPEKTHOE paseIeHNe 3aT0TOBOK Ha CHIeNUAIN3IPOBAHHOM 0GOPYIOBAHUN GyIeT HEBO3MOKHO.
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Proiectarea Asistata
T.5 — Proiectarea cablajului imprimat.
Metode de amplasare a elementelor pe suprafata
plachetei de cablaj imprimat

Scopul Lectiei: De a cunoaste influenta amplasarii componentelor electronice pe placheta cu cablaj imprimat asupra
proprietatilor electrice

Surface Mount Design and Land Pattern Standard IPC-SM-782A
standardele IPC, JEDEC si IPC-7351A

Conf. Univ. Dr. Cretu Vasilii
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B ToM cIydae, €CTH OTHOCTOPOHHEE Pa3MEIIeHHe KOMIIOHEHTOB HEBO3MOKHO,
PeKOMeH/IyeTcA HeGOMbIII e, HAPHMED, ACCHBHEIE, KOMIIOHSHTI PA3MECTHTh Ha OTHOH
CTOPOHE ILTATEL, @ MHKPOCXEMBI H APYTHE KTAKETBIE) KOMIOHSHTH — Ha APYTOi
cropore. Pacronarars SMD-KOMIIOHEHTH! Ha 0GEHX CTOPOHAX [IEYIaTHOH IUTaTHl CTOHT
TOTBKO B TOM CITy9ae, €CITH TaGAPHTBI CaMO# IUTATEI, BCEBO3MOKHBIE OTPAHHIEHHA

‘Ha 3230PBI MLy TPOBOJHHKAMH, KOHTAKTHBIMH ILTOM{A/IKAMH H APYTHMH STEMEHTAMH
IUTATHI B IIPOYHE TPeGOBAHHA HE OCTABILAIOT BEIGOPA. B 3TOM ClIydae yBemHIHBaCTCA
3aTpaTEl H BPEMA Ha OATOTOBKY H MOHTA (H3/Ie/THe ABAIBI IPOXOIHT CTaIHIO
MOHTasKa, LA HETO BBl ITHIIYTCA IPOTPAMMBI Ha 0G0DYI0BAHHE, BAKIBI
TPOHCXOJIHT €r0 IIePeHaTa/Ka, H3TOTABIHBACTCA 1BA TpadapeTa, CTOMMOCT MOHTAKA
KaI0H CTOPOHBI ILTATEI PACCIHTBIBACTCA KaK 38 OTENbHOE H3emne). Kpome Toro,
3HAYHTENHHO BO3PACTACT CTOHMOCTB TECTOBOTO 0GOPYIOBAHHA I IPOBEPKH TAKHK
TeYATHBIX IUTAT. [IPHMeEHAEMOe 0GOPyI0BAHHE I03BOTIACT Pa3MEIIATh KOMIOHSHTBL

¢ MHHHMAIIBHBIM PAaCCTOAHHEM APYT OT Apyra 0.2 MM, a OT Kpast I1arsl — 1 MM (pH
YCIIOBHH HATHYHSA TEXHOIOTHIECKHX IOMeil Ha 3aroToBke). Ho Hemomp3oBanme
MaKCHMATBHBIX TeXHHIECKHX BO3MOKHOCTEH He BCEra onpasIaHo. Hamprnep,
CITHITKOM GIH3KOE Pa3MEIeHHe KOMIOHSHTOB OYeHb CHIBHO CHHKACT
PEMOHTONPHIOTHOCTh H3/IETHA, ONTHYECKYIO HHCIIEKIIHIO KOMIOHCHTOB, POBEPKY
TAfAHBIX COETHHEHHIA. BIIH3KOE PaCIIONOKEHHE KOMIOHSHTOB, PA3HBIX T10 PasMepaM

H TEIUI0EMKOCTH MOKET CKa3bIBAThCS Ha KAUeCTBE MAHKH.

Kpowme TOro, Ba/KHO YIHTBIBATh, YTO Pa3MEPhI KOPIYCOB MHOTHX KOMITOHEHTOB BEIXOIAT
3 Pa3MepPHI KOHTAKTHBIX ILTOMAIOK, TI03TOMY TIPH CO3/IaHHH TPaHKH KOMIIOHEHTOB
JKEATeNbHO POPHCOBBIBATH HX PEATbHEIE TaGAPHTE HITH 30HY, 3aHHMAEMYH0
KOMITOHEHTOM, C YIETOM TPOCTPAHCTBA, HEOGXOMMOTO I HHCTIEKITHH H PEMOHTa. 3T0
TIOMOJKET NIPaBHIBHOMY Pa3MENIEHHIO KOMIIOHEHTOB H TIO3BOTHT H30€KaTh ONTHGOK.
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PexkomeHayemble 3a30pbl: 0,6...0,8 MM MeX Ay YUN-KOMMNOHEHTaMK; 1 MM — MeK/Y YMN-KOMNOHEHTAMM U KPYMHbIMM 31IEMEHTaMM NNaTbi u 1,2...1,5 MM — mexay
MUKDOCXEMaMy 1 KPYHBIMU KOMIMOHEHTaMM, U 1,5 MM Mexzy SMD 1 BbIBOIHBIMM KOMMOHEHTaMU

1.25 mm (0.050 in)

v W il
- EE

~-B000D BO00d

1.5mm (0. 060 in.)

Kpome Toro, MMHUManbHOe paccToAHUE Mexay
KpaeMnaaTbl U NeYaTHbIM NPOBOAOM A0/IKHO BbiTh
He meHee 1,25 mm. PacnonoxeHne KOMNOHEHTOB

¥
063mm (0.025in) I I I I 1.5 mm (0.060 in.) Ha NOBEPXHOCTU NAaTbl BO MHOTOM 3aBUCUT OT
ABTOMAaTU3NPOBAHHOIO MeEeToAa CKNEUKW.
063mm_ | |o
- . (0.025in.) 1.25 mm 1.25mm
(0.050 in)
1.0mm
1.0mm (0.040 in)>| | fe— (0.040in) l I O r: :4)1
-] "
= @
i - -
r:;:lemze View -] =
2.5 mm (0.100 in) Minimum -] |-
for ( ) = L]
Solder g
Joint

Inspection 4 = = v
b

(NON0A0AR T NLOARARAnOA0L) i





image4.png
TpEGOBaHl/IR, npeabABAAEeMble K PAaCNOIOXKEHUIO 3/IEMEHTOB Npn BOJIHOBOW Naiike

Wave Solder For SMT
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Rubber pads will reduce Typical solder
solder bridging bridge locations
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KomnoHeHTbl TMna SOIC (Small-Outline-Integrated-Circuit) pacnonaratoTca Ha NPOAO/ILHON OCU MACCUBHBIX KOMMOHEHTOB. OCb
KOMMoHeHTOoB SOIC Ao/mkHa BbiTb NapasnenibHa HanpasleHWIo NepemMelleHns naatel. byget Haubonee oNTMManbHO, ecn BCe
3/1EMEHTbI OZLHOTO U TOTO 3KE TUMa PaCMOJIOKEHbI PALOM.





image5.png
PIN One I. D.

Consistent

Orientation




